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1. 简介

The i.MX RT Flashloader是一个独立的，完整的软

件工具，用于 i.MX RT系列MCU产品的开发和工

厂制造。它包括运行在MCU RAM中的 Flashloader
二进制文件和与 Flashloader二进制文件通信的 PC
主机工具。它支持快速和简单的烧写内部 OCOTP
(eFuse)和外部 NOR/NAND/HyperFlash设备。主机

端命令行和 GUI工具可通过外设接口(USB-HID或

UART)与 Flashloader二进制文件通信。

本文档中用于示例的 Flashloader为
Flashloader_RT1050_1.1。硬件平台为

MIMXRT1050-EVKB板。
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2. i.MX RT1050 Flashloader

2.1. 获取 i.MX RT1050 Flashloader

NXP在官网提供 Flashloader包。从此下载 i.MX RT1050 MCU和MIMXRT1050-EVK板的

Flashloader包。

图 1. 下载 i.MX RT1050 Flashloader

注意

不同的 MCU 平台有不同的 Flashloader 包，它们不能互换使用。确

保为特定的 MCU 平台下载正确的 Flashloader 包。

2.2. Flashloader包

Flashloader 包中的所有文件和工具一起工作，以实现这些功能：

1. 与 MCU 的 BootROM 通信并下载 Flashloader 映像。

2. 创建一个可引导映像 (SB 文件)。

3. 对 MCU 内部的 OCOTP(eFuse)进行编程，以定义 Boot 模式、MAC 地址、安全模式等。

4. 将可引导的映像(SB 文件)烧写到 MCU 的外部闪存(Nor/NAND/HyperFlash/SD)。

这是 Flashloader 包解压后的目录结构:

└─Flashloader_RT1050_1.1

│ LA_OPT_Base_License.htm

│ SW_Content_Register_Kinetis_Bootloader.txt

├─doc

├─example_images

├─Flashloader

└─Tools

i.MX RT Flashloader 用例, 应用笔记, Rev. 1, 09/2018
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├─bd_file

├─blhost

├─elftosb

├─Mfgtools-rel

└─sdphost

表 1 显示有关 Flashloader 目录和文件的详细信息。

表 1. Flashloader目录和文件

LA_OPT_Base_License.htm NXP 软件许可协议

SW_Content_Register_Kinetis_Bootloader.txt Flashloader的发布信息和软件内容

此目录包括所有文档:
• i.MX MCU Manufacturing User's Guide.pdf

doc\ • MXRT1050 Flashloader v1.1.0 Release Notes.pdf
• Kinetis blhost User's Guide.pdf
• Kinetis SDPHost User's Guide.pdf
• MCUX Flashloader Reference Manual.pdf

此目录包括可执行映像实例，Flashloader工具可以使用它们来验证

基本流程。
example_images\

此目录包括发布的 Flashloader可执行映像。可以将其下载到目标设

备并实现支持的特性。Flashloader\

此目录包含 i.MX RT1050 平台示例 BD 文件。BD 文件就是启动描述文

件，elftosb 工具使用 BD 文件来控制可执行映像中启动命令的执行顺

序。

Tools\bd_file\

此目录包含可运行在 Windows/MAC/Linux 主机系统中的 blhost 工

具，blhost 是一个命令行工具，用来和运行在目标板上的

Flashloader 通信，其通信接口可以是 UART（串行接口）或者 USB。

并实现对 eFuse 和外部闪存的烧写功能。
Tools\blhost\

此目录包含可运行在 Windows/MAC/Linux 主机系统中的 elftosb 工

具。elftosb 用于生成带 Boot 命令的用户映像，也就是 SB（安全二

进制文件）文件。

Tools\elftosb\

此目录包含一个图形化 Mfgtool 工具和一些配置文件。Mfgtool 可以

用来对外部闪存进行烧写。Tools\Mfgtools-rel\

此目录包含可运行在 Windows/MAC/Linux 主机系统中的 sdphost 工

具。sdphost 采用命令行的方式支持 SDP 串口下载协议，实现 PC 主机

与串行下载模式下的 NXP i.MX 器件的通信。 sdphost 对于工厂生产

中的程序烧写特别有用，可被其他应用程序或者自动化测试软件调

用，以适应大规模生产中的开发测试环境。

Tools\sdphost\
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3. i.MX RT1050 OCOTP 和外部 flash

Flashloader的关键功能之一是 OCOTP(eFuse)操作和外部 flash编程。下面的小节简单介绍

Flashloader和 OCOTP。更多细节，请参阅 i.MX RT1050 Processor Reference Manual (文件
IMXRT1050RM)。

3.1. OCOTP (eFuse)

OCOTP (片上一次性可编程)存储器,又名 eFuse,是芯片中的一种特殊的存储模块。任何 eFuse位
都可以从 0到 1只编程一次(熔融)，但是读操作没有限制。它包含了整个芯片配置。以下是一些

关键配置:
• 引导模式。

• MAC地址。

• FlexRAM设置。

有关使用 Flashloader的 eFuse编程示例，请参阅 4.3章, “烧写 OCOTP (eFuse)”.
eFuse内存空间不在系统的 4G地址空间内，所以正常的地址读/写不能被用来访问 eFuse寄存器。

需要 Flashloader的支持来读/写一个特定的 eFuse寄存器。

图 2中的 OTP内存定义情况是按可锁定区域来分组的。

i.MX RT Flashloader 用例, 应用笔记, Rev. 1, 09/2018
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图 2. OTP 内存定义

3.2. 外部 flash

i.MX RT1050设备提供多种外部闪存接口:
• 8/16位 SLC NAND FLASH，带软件可处理的 ECC.
• SD/eMMC.
• HyperFlash.
• 支持 XIP的并行 NOR FLASH .
• 支持 XIP的单/双通道四线 SPI FLASH

i.MX RT Flashloader 用例, 应用笔记, Rev. 1, 09/2018
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外部 flash可用于存储应用程序映像并使 i.MX RT1050 从 flash映像启动。Flashloader包括各种

flash编程算法，以支持在开发和制造阶段的 flash映像烧写。

3.2.1. 可引导映像

对于 i.MX RT1050平台,应用程序映像必须存储在外部 flash中。这和内部有并行 NOR flash
的MCU不同。内部并行 NOR flash空间会被分配在系统 4G地址空间内，因此可以通过地址

直接访问。core可以直接获取引导映像并就地运行(XIP)。

芯片电源复位后， i.MX RT1050中的 BootROM总是先运行。它检查引导模式并帮助 core从特

定的外部闪存启动。

对于不同的 flash接口和引导模式，BootROM必须从外部 flash设备中的应用程序映像获得一些

额外信息。通过将附加的必要信息与应用程序映像相结合，会得到最终可烧写的引导映像。

其它必要信息包括：

• FCB (Flash Configuration Block):
— 可选项 (用于串行/并行 NOR FLASH).
— 偏移: 0x0000.
— 说明:定义外部 flash接口的结构。

• IVT (Image Vector Table):
— 必选项.
— 偏移: 0x0400 (non-XIP flash)/0x1000 (XIP flash).
— 说明:该结构包括应用程序、DCD、BD和 CSF的地址信息。

• BD (Boot Data):
— 必选项.
— 偏移: 0x0420 (non-XIP)/0x1020 (XIP).
— 说明:该结构包括 SB映像的起始地址和大小.

• DCD (Device Configuration Data):
— 可选项.
— 偏移:在 IVT中定义

— 说明:当前用于配置 SDRAM (SEMC接口)。
• 应用程序二进制文件:

— 必选项.
— 偏移: 0x2000 (典型值).
— 说明:纯应用程序二进制文件.

• CSF (Command Sequence File):
— 可选项.

i.MX RT Flashloader 用例, 应用笔记, Rev. 1, 09/2018
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— 偏移:在 IVT中定义

— 说明:由 High-Assurance Boot (HAB)使用

• KeyBlob:
— 可选项.
— 偏移:在 IVT中定义.
— 说明:安全启动密钥信息

Flashloader中的 elftosb工具可以用来创建可引导的映像。另外还提供了一些 BD示例文件。

图 3显示了可引导的映像布局和每个块的功能。

图 3. 可引导映像布局

3.2.2. 从外部 flash启动

有了 BootROM，i.MX RT1050可以在 XIP(NOR flash)或非 XIP模式下从各种外部闪存启动。根

据可引导映像中的 IVT和 BD信息，BootROM直接启动应用程序二进制文件(XIP)，或者将可引

导映像复制到 RAM并启动应用程序二进制文件(NON-XIP)。

图 4显示了非 XIP引导的过程。

• 阶段 1:可引导的映像烧写在外部 flash中.
• 阶段 2: BootROM将开始的 4 KB数据从可引导映像加载到内部 SRAM (OCRAM)。它包

括 IVT和 BD信息，将用于应用程序映像加载。

i.MX RT Flashloader 用例, 应用笔记, Rev. 1, 09/2018
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• 阶段 3: BootROM将从内部 SRAM (OCRAM)开始的 4 KB数据搬移到可引导映像的目标
地址空间。

• 阶段 4: BootROM继续将可引导映像的其余部分从外部闪存加载到目标地址空间，并启动
应用程序二进制文件。

图 4. 非 XIP 启动

在阶段 2中,如果 BootROM发现目标地址等于外部闪存地址，它将跳过其余阶段，直接在闪存
地址空间中启动应用程序二进制文件，这就是 XIP引导。

4. i.MX RT1050 Flashloader 用例

本章节详细描述 Flashloader的使用用例，并提供命令行的简单描述。

4.1. 目标平台环境

所有 Flashloader用例都使用MIMXRT1050 EVK目标平台进行演示，如图 5.所示。

对于 Flashloader的用例，设置如下配置:
• 设置串行下载模式，将 “Boot Mode Switch” (SW7)设置为 “0001b”
• BootROM/Flashloader支持 “OpenSDA/UART”和 “USB-HID”端口作为与 PC主机的

通信接口。

• 根据所使用的通信接口，设置正确的 “Power Supply Switch” (J1) :
— OpenSDA/UART - J1-5&J1-6
— USB-HID - J1-3&J1-4

i.MX RT Flashloader 用例, 应用笔记, Rev. 1, 09/2018
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图 5. MIMXRT1050 EVK

当将 USB-HID设置为与主机 PC (Windows OS)的通信接口时，USB-HID设备 (如图 6所
示)将出现在Windows OS设备管理器中。

i.MX RT Flashloader 用例, 应用笔记, Rev. 1, 09/2018
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图 6. MIMXRT1050 EVK 板 USB-HID 设备

当将 UART设置为与主机 PC (Windows OS)的通信接口时，COM设备(如图 7所示)将出现在
Windows OS设备管理器中。

\
图 7. MIMXRT1050 EVK 板 UART 设备

i.MX RT Flashloader 用例, 应用笔记, Rev. 1, 09/2018
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注意

ROM检测 USB或 UART端口的通信，未使用的端口将被禁用。板

卡必须被复位来改变与主机 PC的通讯端口。

4.2. 串行下载模式

BootROM 基于串行下载协议，通过 UART 或 USB-HID 接口提供串行下载功能。串行下载协

议的主要目的是从 PC (SDPHost 工具)中下载可引导映像(Flashloader)到设备的内部

RAM 中，并在 RAM 空间中执行可引导映像。有一组命令可以读取和写入内存/寄存器单元，

获取命令的状态，从提供的地址跳转并执行映像。

4.2.1. SDPHost 下载 Flashloader 映像

固化到 i.MX RT 芯片中的 BootROM 不支持对 flash 设备和 eFuse 寄存器的烧写。对于这

两点，使用 SDPHost 将 Flashloader 下载到 i.MX RT 内部 RAM(与正在运行的 BootROM

通信)，并从 BootROM 接管该设备(通过 SDPHost 的 jump-address 命令)。然后实施烧写

流程(与 blhost 工具通信)。

另外，SDPHost jump-address 命令通过 IVT header 启动映像。因此，这里应该使用

ivt_flashloader.bin 映像。

1. 将MIMXRT1050 EVK板设置为 Serial Downloader 模式并将 UART/USB-
HID接口连接到主机 PC上.

2. 打开Windows OS Command Prompt并切换到路径：

Flashloader_i.MXRT1050_GA\Flashloader_RT1050_1.1\Tools\sdphost\win.
3. 验证 SPDHost 工具是否与 MIMXRT1050-EVK 的 BootROM 通信正常.

— 使用 UART接口:

>sdphost.exe -p COM17 -- error-status

Status (HAB mode) = 1450735702 (0x56787856) HAB disabled.

Reponse Status = 4042322160 (0xf0f0f0f0) HAB Success.

— 使用 USB-HID接口:

>sdphost.exe -u 0x1fc9,0x0130 -- error-status

Status (HAB mode) = 1450735702 (0x56787856) HAB disabled.

Reponse Status = 4042322160 (0xf0f0f0f0) HAB Success.

i.MX RT Flashloader 用例, 应用笔记, Rev. 1, 09/2018
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注意

“-p COM17”和 “-u 0x1fc9,0x0130”用来表示 COM和 USB-HID端口。

“COM17”和 “0x1fc9,0x0130”的值可以在 4.1章, “目标平台环境”中
得到。对于 USB-HID接口, PID 和 VID 的值可以在命令中被省略。

下面的示例仅显示使用 USB-HID接口的命令。

4. 下载 IVT Flashloader映像到MIMXRT1050-EVK板

>sdphost.exe -u 0x1fc9,0x0130 -- write-file 0x20000000 "..\..\Mfgtools-
rel\Profiles\MXRT105X\OS Firmware\ivt_flashloader.bin" Preparing to
send 90039 (0x15fb7) bytes to the target.
(1/1)1%Status (HAB mode) = 1450735702 (0x56787856) HAB disabled.
Reponse Status = 2290649224 (0x88888888) Write File complete.

5. 启动 Flashloader映像

>sdphost.exe -u 0x1fc9,0x0130 -- jump-address 0x20000400
Status (HAB mode) = 1450735702 (0x56787856) HAB disabled.

USB-HID 由运行的 Flashloader映像重新枚举。通过 USB-HID 的通信从 BootROM 变成

运行在内部 RAM 中的 Flashloader。

图 8. 重新枚举的 USB-HID设备

i.MX RT Flashloader 用例, 应用笔记, Rev. 1, 09/2018
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6. 使用 blhost 工具验证与正在运行的 Flashloader 的通信。

# change the directory to
“Flashloader_i.MXRT1050_GA\Flashloader_RT1050_1.1\Tools\blhost\win”
>blhost.exe -u -- get-property 1
Inject command 'get-property'
Response status = 0 (0x0) Success.
Response word 1 = 1258422528 (0x4b020100)
Current Version = K2.1.0

4.3. 烧写 OCOTP (eFuse)

1. 下载和启动 Flashloader映像,如 4.2.1章, “SDPHost下载 Flashloader映像”所
示。

2. 验证 blhost 工具是否与运行在 MIMXRT1050-EVK 板上的

Flashloader 通信正常。

# change the directory to
“Flashloader_i.MXRT1050_GA\Flashloader_RT1050_1.1\Tools\blhost\win”
>blhost.exe -u 0x15a2,0x0073 -- get-property 1 Inject command
'get-property'
Response status = 0 (0x0) Success.
Response word 1 = 1258422528 (0x4b020100)
Current Version = K2.1.0

3. 显示有关 eFuse 操作命令的 blhost 帮助信息。.
>blhost.exe -?
……

Command:
……

efuse-program-once <addr> <data>
Program one word of OCOTP Field
<addr> is ADDR of OTP word, not the shadowed memory

address.
<data> is hex digits without prefix '0x'

efuse-read-once <addr>
Read one word of OCOTP Field
<addr> is ADDR of OTP word, not the shadowed memory

address.

4. 烧写 eFuse 寄存器 SRK_REVOKE 作为示例。

— SRK_REVOKE eFuse OCOTP索引: 0x2F.
— SRK_REVOKE eFuse影子寄存器地址: 0x401F46F0.
— 将 SRK_REVOKE eFuse LSB烧写为: 0x5A.
— 将 SRK_REVOKE eFuse MSB烧写为: 0xFE.
— 通过影子寄存器验证 SRK_REVOKE eFuse

>blhost.exe -u 0x15a2,0x0073 -- efuse-program-once 0x2F 0000005A
Inject command 'efuse-program-once'
Successful generic response to command 'efuse-program-once'
Response status = 0 (0x0) Success.

>blhost.exe -u 0x15a2,0x0073 -- efuse-program-once 0x2F FE000000
Inject command 'efuse-program-once'

i.MX RT Flashloader 用例, 应用笔记, Rev. 1, 09/2018
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Successful generic response to command 'efuse-program-once'
Response status = 0 (0x0) Success.

>blhost.exe -u 0x15a2,0x0073 -- efuse-read-once 0x2F
Inject command 'efuse-read-once' Response status = 0
(0x0) Success.
Response word 1 = 4 (0x4)
Response word 2 = -33554342 (0xfe00005a)

5. 验证 SRK_REVOKE eFuse的影子寄存器

>blhost.exe -u 0x15a2,0x0073 -- read-memory 0x401F46F0
4 Inject command 'read-memory'
Successful response to command 'read-memory'
5a 00 00 fe (1/1)100% Completed!
Successful generic response to command 'read-memory'
Response status = 0 (0x0) Success.
Response word 1 = 4 (0x4)
Read 4 of 4 bytes.

6. 一些关键点.
— eFuse 位只能从 0 到 1 被烧写。OCOTP 忽略从 1 变化到 0 的写操作。对于一

个 eFuse 寄存器，efuse-program-once命令可以在多个步骤中针对特定的位字
段操作.

— efuse-program-once 命令默认包括 eFuse寄存器重载命令.最新的 eFuse寄存器值可
以从“efuse-program-once”命令后的影子寄存器中获得。

4.3.1. 烧写 boot mode eFuse 以使能 SD boot

• BOOT_CFG eFuse OCOTP索引: 0x05.
• BOOT_CFG eFuse OCOTP索引: 0x06.
• BOOT_CFG (0x05) eFuse影子寄存器地址: 0x401F4450.
• BOOT_CFG (0x06) eFuse影子寄存器地址: 0x401F4460.
• 将 BOOT_CFG (0x06) eFuse设置为: 0x00000010.
• 将 BOOT_CFG (0x05) eFuse设置为: 0x00000040.
• 通过影子寄存器验证 eFuse寄存器。

首先执行 4.3章, “烧写 OCOTP (eFuse)”.中的第 1步到第 3步，然后执行：

>blhost.exe -u -- efuse-program-once 0x06
00000010 >blhost.exe -u -- efuse-program-once
0x05 00000040 >blhost.exe -u -- efuse-read-once
0x06 >blhost.exe -u -- efuse-read-once
0x05 >blhost.exe -u -- read-memory 0x401F4460
4 >blhost.exe -u -- read-memory 0x401F4450 4

4.3.2. 烧写 FlexRAM eFuse

• MISC_CFG eFuse OCOTP索引: 0x2D.
• MISC_CFG (0x2D) eFuse 影子寄存器地址: 0x401F46D0.
• 选择 0011组: DTCM 128 KB, ITCM 32 KB, ORAM 352 KB.

i.MX RT Flashloader 用例, 应用笔记, Rev. 1, 09/2018
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• 编写MISC_CFG (0x2D) eFuse到: 0x00030000.
• 通过影子寄存器验证 eFuse寄存器。.

表 2显示了 i.MX RT1050 FlexRAM RAM的分区信息.
Table 2. i.MX RT1050 FlexRAM 分区

Parameter DTCM ITCM ORAM

0000 128 KB 128 KB 256 KB
0001 128 KB 64 KB 320 KB
0010 128 KB 256 KB 128 KB
0011 128 KB 32 KB 352 KB
0100 64 KB 128 KB 320 KB
0101 64 KB 64 KB 384 KB
0110 64 KB 256 KB 192 KB
0111 0 KB 448 KB 64 KB
1000 256 KB 128 KB 128 KB
1001 256 KB 64 KB 192 KB
1010 192 KB 256 KB 64 KB
1011 448 KB 0 KB 64 KB
1100 0 KB 128 KB 384 KB
1101 32 KB 32 KB 448 KB
1110 0 KB 256 KB 256 KB
1111 0 KB 0 KB 512 KB

首先,执行 4.3章, “烧写 OCOTP (eFuse)”.中的第 1步到第 3步，然后执行：

>blhost.exe -u -- efuse-program-once 0x2D
00030000 >blhost.exe -u -- efuse-read-once
0x2D >blhost.exe -u -- read-memory 0x401F46D0 4

4.4. 构建可引导映像

elftosb工具可用来创建一个二进制文件，其中包含应用程序映像以及一系列 Flashloader命令。

输出文件被称为 SB(Secure Binary)文件，这些文件的扩展名是 .sb。 elftosb使用一个命令文件

来控制输出文件中的 Flashloader命令序列。这个命令文件称为 BD(Boot Descriptor)。
QSPI NOR flash的 XIP “hello_world”项目用于演示创建可引导映像的过程。

1. 编译生成 XIP hello_world.out，并且设置宏

“XIP_BOOT_HEADER_ENABLE=0”和
“XIP_BOOT_HEADER_DCD_ENABLE=0”.

2. 将 hello_world.out复制到 elftosb/win目录.

i.MX RT Flashloader 用例, 应用笔记, Rev. 1, 09/2018
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图 9. 将 hello_world.out 复制到 elftosb

3. 打开Windows操作系统命令提示符并将目录更改为

Flashloader_i.MXRT1050_GA\Flashloader_RT1050_1.1\Tools\elftosb\win.
>elftosb.exe -f imx -V -c ..\..\bd_file\imx10xx\imx-flexspinor-normal-unsigned.bd -o
ivt_flexspi_nor_hello_world.bin hello_world.out

执行上面的命令后，有两个带着 IVT 信息的可引导映像:
• ivt_flexspi_nor_hello_world.bin

从 0偏移地址到 ivt_offset的区域由填充字节填充(所有都是 0x00)。

• ivt_flexspi_nor_hello_world_nopadding.bin
在 ivt_offset 之前没有填充字节。

用于为 QSPI NOR flash 生成 SB 文件。

注意

如果输入文件(.out)包含引导头部分，则命令可能会崩溃。确保在

构建 .out 文件时设置了宏“XIP_BOOT_HEADER_ENABLE=0”和
“XIP_BOOT_HEADER_DCD_ENABLE=0”。

4. 创建最终的 SB映像.
>elftosb.exe -f kinetis -V -
c ..\..\bd_file\imx10xx\program_flexspinor_image_qspinor.bd -o boot_image.sb
ivt_flexspi_nor_hello_world_nopadding.bin

boot_image.sb文件生成在 elftosb\win目录中

i.MX RT Flashloader 用例, 应用笔记, Rev. 1, 09/2018
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图 10. 创建 boot_image.sb

4.5. 烧写外接 flash设备

对于 flash 烧写，Flashloader 提供了一个易于使用的 GUI 编程工具(Mfgtool)。

4.5.1. Mfgtool

Mfgtool是一个帮助烧写外部 flash的 GUI工具。它集成了 SDPHost和 blhost工具的功能，可以

检测连接到 PC主机的 i.MX MCU BootROM。

以下步骤展示了如何使用Mfgtool烧写上一章中生成的 SB映像。

1. 复制 boot_image.sb文件到 <Mfgtool_root_dir>\Profiles\MXRT105X\OS Firmware文件

夹.

2. 将<Mfgtool_root_dir>目录下 cfg.ini文件中“[List]”下的“name”更改为

“MXRT105x-DevBoot”。

i.MX RT Flashloader 用例, 应用笔记, Rev. 1, 09/2018
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图 11. 设置 LIST 项的名称

3. 将MIMXRT1050-EVK板设置为 Serial Downloader模式，将 USB-HID 接口连接到主机

PC 上。

4. 打开Mfgtool并连接到MIMXRT1050-EVK板。

Figure 12. 连接 MIMXRT1050 EVK

5. 对可引导的映像进行烧写。单击“Start”按钮，并等待它完成，如图 13.所示。要退出

Mfgtool，点击“Stop”和“Exit”按钮。
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Revision history

图 13. flash 烧写成功

6. 将MIMXRT1050-EVK板切换到正确引导模式，并验证应用。.

有关构建可引导映像和烧写外部闪存的更多信息，请参见 How to Enable Boot from Octal SPI
Flash and SD Card (文档 AN12107)，以及 How to Enable Boot from QSPI Flash (文档 AN12108)。

5. 结语

本应用笔记描述了 flash加载程序的背景知识和 flash加载程序的用例。欲了解更多信息，请参阅

以下文件:
• i.MX MCU Manufacturing User's Guide.pdf
• Kinetis blhost User's Guide.pdf
• Kinetis SDPHost User's Guide.pdf
• MCUX Flashloader Reference Manual.pdf

6. 修订历史

表 3总结了自最初版本以来对该文档所做的更改。

表 3. 修订历史

修订编号 日期 实质变化

0 08/2018 最初的版本

1 09/2018
修订 4.3.2章, “烧写

FlexRAM eFuse”中的错误

i.MX RT Flashloader 用例, 应用笔记, Rev. 1, 09/2018
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